
SVT PI CONSUMO A

testboard multipourpose (chip pixel nuova
generazione) alta velocita' (150MHz) con traslatori
LVDS per testbeam 5 SVT:A:testboard multipourpose (chip pixel nuova generazione) alta velocita' (150MHz) con traslatori LVDS per testbeam

SVT PI CONSUMO A carriers INMAPS I sottomissione 1 SVT:A:carriers INMAPS I sottomissione
SVT PI CONSUMO A carriers INMAPS I sottomissione 1 SVT:A:carriers INMAPS I sottomissione
SVT PI CONSUMO A carriers Superpix1 con sensore bump-bondato 1 SVT:A:carriers Superpix1 con sensore bump-bondato

SVT PI CONSUMO A
testboard (3kE) e carriers (2kE) 2 prototipi FE chip
per strip 5 SVT:A:testboard (3kE) e carriers (2kE) 2 prototipi FE chip per strip

SVT PI CONSUMO A Sottomissione INMAPS II 70 SVT:A:Sottomissione INMAPS II

SVT PI CONSUMO A

bump-bonding FE pixel chip Superpix1 spessore
100 um con sensori (6.5 kE ROC wafer + 13.5 kE
assembly IZM) 20 SVT:A:bump-bonding FE pixel chip Superpix1 spessore 100 um con sensori (6.5 kE ROC wafer + 13.5 kE assembly IZM)

SVT PI CONSUMO A

bump-bonding FE pixel chip Superpix1 spessore
standard con sensori (6.5 kE ROC wafer + 13.5 kE
assembly IZM) 20 SVT:A:bump-bonding FE pixel chip Superpix1 spessore standard con sensori (6.5 kE ROC wafer + 13.5 kE assembly IZM)

SVT PI CONSUMO A
meccanica integrazione costi per realizzazione
modulo striplets con nuovo design TDR 4 SVT:A:meccanica integrazione costi per realizzazione modulo striplets con nuovo design TDR

SVT PI CONSUMO A
meccanica integrazione costi per realizzazione arco
con nuovo design TDR 4 SVT:A:meccanica integrazione costi per realizzazione arco con nuovo design TDR

SVT PI CONSUMO A

materiale per instrumentazione moduli prototipi e
test termostrutturali lab TFD (riscaldatori,
termocoppie) 5 SVT:A:materiale per instrumentazione moduli prototipi e test termostrutturali lab TFD (riscaldatori, termocoppie)

SVT PI CONSUMO A

meccanica materiale per realizzazione prototipi
supporto/cooling  modulo a pixel (microtubi in fibra
di carbonio 3.5kE e interfacce idrauliche relative 1.5
kE) 5 SVT:A:meccanica materiale per realizzazione prototipi supporto/cooling  modulo a pixel (microtubi in fibra di carbonio 3.5kE e interfacce idrauliche relative 1.5kE)

SVT PI CONSUMO A
consumi lab TFD per test di conitnuita' su supporti
con cooling per pixel 2.5 SVT:A:consumi lab TFD per test di conitnuita' su supporti con cooling per pixel

SVT PI CONSUMO A
flussimetro a effetto coriolis per range di portata 30-
70 gr/min (nuovi microcanali con diametro 200 um) 4.5 SVT:A:flussimetro a effetto coriolis per range di portata 30-70 gr/min (nuovi microcanali con diametro 200 um)

SVT PI CONSUMO A allestimento testbeam (meccanica + elettronica) 5 SVT:A:allestimento testbeam (meccanica + elettronica)
SVT PI CONSUMO A Mantenimento clean room 6 SVT:A:Mantenimento clean room
SVT PI

SVT PI INTERNO A
Contatti ing mecc.con collaboratori e ditte (Plyform
Novara) 2 SVT:A:Contatti ing mecc.con collaboratori e ditte (Plyform Novara)

SVT PI INTERNO A
Contatti ing elettronici .con collaboratori per sviluppi
FE chips 2 SVT:A:Contatti ing elettronici .con collaboratori per sviluppi FE chips

SVT PI INTERNO A Test di sistema Beam Test a Bologna 4 SVT:A:Test di sistema Beam Test a Bologna
SVT PI INTERNO C Responsabilita' SVT Convener 1 SVT:C:Responsabilita' SVT Convener
SVT PI ESTERO A Test beam al CERN 14 SVT:A:Test beam al CERN

SVT PI ESTERO A
Contatti ing mecc SLAC per sviluppo interaction
region 2 SVT:A:Contatti ing mecc SLAC per sviluppo interaction region

SVT PI ESTERO A Contatti ing mecc UK per sviluppo meccanica SVT 2 SVT:A:Contatti ing mecc UK per sviluppo meccanica SVT

SVT PI ESTERO A
Contatti ing mecc con ditte estere (Van Dijk
Pulstrusion) 2 SVT:A:Contatti ing mecc con ditte estere (Van Dijk Pulstrusion)

SVT PI ESTERO C Responsabilita' SVT Convener 2 SVT:C:Responsabilita' SVT Convener

SVT PI
LICENZE-
SW A Contributo licenze SVT:A:Contributo licenze

SVT TS CONSUMO A
Wafer di silicio 200um per prototipi meccanici
moduli Layer0 4

In attesa di
offerta SVT:A:Wafer di silicio 200um per prototipi meccanici moduli Layer0

SVT TS CONSUMO A Prototipi tails Layer esterni 7 SVT:A:Prototipi tails Layer esterni
SVT TS CONSUMO A Attrezzature di test per tails e fanout 3 SVT:A:Attrezzature di test per tails e fanout
SVT TS CONSUMO A Materiale vario per Beam Test 2 SVT:A:Materiale vario per Beam Test

SVT TS CONSUMO A
Mantenimento Clean Room (prefiltri e impianto gas
e vuoto) 1.5 SVT:A:Mantenimento Clean Room (prefiltri e impianto gas e vuoto)

SVT TS
LICENZE-
SW A

Manutenzione annuale SW progettazione sensori
(Mentor Graphics) 1.5 SVT:A:Manutenzione annuale SW progettazione sensori (Mentor Graphics)

SVT TS
LICENZE-
SW A

Manutenzione annuale SW simulazione sensori
(Synopsys Advanced TCAD) 2 SVT:A:Manutenzione annuale SW simulazione sensori (Synopsys Advanced TCAD)

SVT TS TRASPORTIA 0.5 keuro Spedizioni per irraggiamenti a Lubiana 0.5 SVT:A:0.5 keuro Spedizioni per irraggiamenti a Lubiana

SVT TS INTERNO A
Coordinamento con gruppo di Milano per fanout e
tails 1 SVT:A:Coordinamento con gruppo di Milano per fanout e tails

SVT TS INTERNO A Test di sistema Beam Test a Bologna 1 SVT:A:Test di sistema Beam Test a Bologna

SVT TS ESTERO A
Contatti con almeno due fornitori esterni di sensori
(ad es. Micron, CIS) 3 SVT:A:Contatti con almeno due fornitori esterni di sensori (ad es. Micron, CIS)

SVT TS ESTERO A Beam Test CERN 6 SVT:A:Beam Test CERN
SVT SVT::

SVT MI-B CONSUMO A
produzione fanout CERN + controllo e correzione
corti TVR Schio 12 SVT:A:produzione fanout CERN + controllo e correzione corti TVR Schio

SVT MI-B CONSUMO A
produzione fanout TVR Schio sj a buona risucita
test run 2011 12 SVT:A:produzione fanout TVR Schio sj a buona risucita test run 2011

SVT MI-B CONSUMO A

assemblaggio prototipi elettricamente funzionanti
con sensori e ASIC gia’ disponibili (componenti e
schede di test) 5 SVT:A:assemblaggio prototipi elettricamente funzionanti con sensori e ASIC gia’ disponibili (componenti e schede di test)

SVT MI-B INTERNO A Contatti con TS per definizione fanout 2 SVT:A:Contatti con TS per definizione fanout
SVT MI-B ESTERO A Cern per fanout 2 SVT:A:Cern per fanout
SVT SVT::

SVT PV CONSUMO WBS 1.1.1.4

Sviluppo di fast front-end e slow front-end per
striplets/strips, 28 mm2 * 3 kEuro/mm2 (64 canali
per prototipo + blocchi ausiliari, i.e. DC-DC
converter, LDO regulator, LVDS transceiver) 84 SVT:WBS:Sviluppo di fast front-end e slow front-end per striplets/strips, 28 mm2 * 3 kEuro/mm2 (64 canali per prototipo + blocchi ausiliari, i.e. DC-DC converter, LDO regulator, LVDS transceiver)

SVT PV CONSUMO A
Realizzazione di PCB per caratterizzazione di
prototipi e test di radiation hardness 4 SVT:A:Realizzazione di PCB per caratterizzazione di prototipi e test di radiation hardness

SVT PV INTERNO A Contatti sviluppi chip e test Pisa 2 SVT:A:Contatti sviluppi chip e test Pisa

SVT PV ESTERO A
Meeting con gruppi di ricerca a RAL e Strasburgo
su tecnologia INMAPS (1 mese uomo) 5 SVT:A:Meeting con gruppi di ricerca a RAL e Strasburgo su tecnologia INMAPS (1 mese uomo)

SVT PV ESTERO A
Meeting con IC design group del CERN su
tecnologia IBM 130 nm (1 mese uomo) 5 SVT:A:Meeting con IC design group del CERN su tecnologia IBM 130 nm (1 mese uomo)

SVT PV ESTERO A Test beam al CERN 1 mu 4 SVT:A:Test beam al CERN 1 mu
SVT SVT::
SVT MI CONSUMO A FE chips (carriers/testboard/componenti 5 SVT:A:FE chips (carriers/testboard/componenti

SVT MI CONSUMO WBS 1.1.1.4
HDI : 20 kE II iterazione prototipi “quasi finali”  +
3kE componenti + 2kE completamento test setup 25 SVT:WBS:HDI : 20 kE II iterazione prototipi “quasi finali”  + 3kE componenti + 2kE completamento test setup

SVT MI CONSUMO WBS 1.1.1.4
Sottomissione IC encoder prototipo per HDI (Silicon
on Sapphire) 36 SVT:WBS:Sottomissione IC encoder prototipo per HDI (Silicon on Sapphire)

SVT MI CONSUMO A fanout Layer0 14kE II iterazione + 2 kE test setup 16 SVT:A:fanout Layer0 14kE II iterazione + 2 kE test setup
SVT MI CONSUMO A tails: II iterazione tails “quasi finali” Layer0 7 SVT:A:tails: II iterazione tails “quasi finali” Layer0
SVT MI CONSUMO WBS 1.1.1.4 transition card: II iterazione transition card 4 SVT:WBS:transition card: II iterazione transition card
SVT consumi laboratorio 2 SVT::consumi laboratorio

SVT MI CONSUMO WBS 1.1.3.3
II iterazione THIN Al pixel bus (thinner Al power
planes and fewer layers) 9 SVT:WBS:II iterazione THIN Al pixel bus (thinner Al power planes and fewer layers)

SVT MI
LICENZE-
SW A

Microwave Office per la progettazione di circuiti ad
alta frequenza 3 SVT:A:Microwave Office per la progettazione di circuiti ad alta frequenza

SVT MI INVENTARIOA Pattern generator PG3A 21 SVT:A:Pattern generator PG3A
SVT MI INTERNO A Contatti ing ele per sviluppo chip FE con PV/PI/BO 3 SVT:A:Contatti ing ele per sviluppo chip FE con PV/PI/BO
SVT MI INTERNO A Contatti con TS per fanout/tails layers esterni 2 SVT:A:Contatti con TS per fanout/tails layers esterni
SVT MI INTERNO A Contatti con PV per power distribution 0.5 SVT:A:Contatti con PV per power distribution
SVT MI INTERNO A Contatti con NA per optical link 2 SVT:A:Contatti con NA per optical link
SVT MI INTERNO A Contatti con Aurel per HDI 1 SVT:A:Contatti con Aurel per HDI
SVT MI INTERNO A Contatti con BO per data link 0.5 SVT:A:Contatti con BO per data link
SVT MI ESTERO A Contatti CERN per AL bus development  & link 4 SVT:A:Contatti CERN per AL bus development  & link

SVT MI ESTERO A
Contatti con Dallas per sviluppi
serializer/driver/receiver + test 13 SVT:A:Contatti con Dallas per sviluppi  serializer/driver/receiver + test

SVT SVT::
SVT BO CONSUMO WBS 1.7.1 Prototipo scala reale FEB board 14 SVT:WBS:Prototipo scala reale FEB board
SVT BO CONSUMO A Metabolismo laboratorio 2 SVT:A:Metabolismo laboratorio

SVT

Licenze sw per microelettronica: licenze floating
Europractice per CAD Cadence, Synopsys e
Mentor Graphics 2.5 SVT::Licenze sw per microelettronica: licenze floating Europractice per CAD Cadence, Synopsys e Mentor Graphics

SVT BO INVENTARIOA PC categoria server per DAQ 3 SVT:A:PC categoria server per DAQ
SVT BO TRASPORTIA Trasporti per testbeam 2.5 SVT:A:Trasporti per testbeam
SVT BO INTERNO A Contatti Pisa per test prototipi chip pixel/strip 2 SVT:A:Contatti Pisa per test prototipi chip pixel/strip
SVT BO ESTERO A Testbeam CERN 8 SVT:A:Testbeam CERN
SVT SVT::

SVT BA CONSUMO A
Testboard/componenti per test funzionali chip pixel
assottigliati connessi con bump-bonding 5 SVT:A:Testboard/componenti per test funzionali chip pixel assottigliati connessi con bump-bonding

SVT BA INTERNO A
contatti con collaboratori TS/TN sensori, PI mecc,
MI ele 3 SVT:A:contatti con collaboratori TS/TN sensori, PI mecc, MI ele

SVT SVT::
SVT TN CONSUMO A Consumi Laboratorio 2 SVT:A:Consumi Laboratorio
SVT TN INVENTARIOA Workstation per simulazioni sensori 4 SVT:A:Workstation per simulazioni sensori

SVT TN INTERNO A
contatti con collaboratori TS/BA design sensori
pixel/strip 1 SVT:A:contatti con collaboratori TS/BA design sensori pixel/strip

SVT TN ESTERO A Contatti IZM per bump-bonding 2 SVT:A:Contatti IZM per bump-bonding
SVT SVT::
SVT TO CONSUMO A Aggiustamenti tavolo testbeam 1 SVT:A:Aggiustamenti tavolo testbeam

SVT TO INTERNO A
Preparazione testbeam a Bologna allestimento
tavolo 2 SVT:A:Preparazione testbeam a Bologna allestimento tavolo

SVT TO TRASPORTIA Trasporto tavolo al CERN per testbeam 1.5 SVT:A:Trasporto tavolo al CERN per testbeam
SVT TO ESTERO A Partecipazione testbeam 4 SVT:A:Partecipazione testbeam

SVT::
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